DualPack3 : la densité de puissance simplifiée
Des performances aux colits optimisés dans un boitier standard

Les nouveaux modules DualPack3 dotés de la technologie IGBT7 offrent une densité de
puissance, une optimisation des codts et des performances robustes dans un boitier
compact et éprouvé. Disponible avec des courants nominaux de 300 a 900 A, a 1200 V et
1700V, le DualPack3 est spécialement concu pour les applications exigeantes actuelles.

Principales caractéristiques
Densité de puissance élevée dans une empreinte réduite
Jusqu'a 20 % de pertes en moins par rapport a IGBT4
Boitier compact 152 x 62 x 20 mm
Sortie de courant plus élevée sans mise en parallele de modules
Pilotage de grille simplifié avec contréle précis de 'échelon dV/dt
Fonctionnement fiable jusqu'a une température de surcharge de 175 °C
Chaine d'approvisionnement sécurisée grace a la prise en charge multi-fournisseurs

Découvrez tous les avantages que le DualPack3 peut
apporter a votre prochain systeme.
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